Empfehlungen zur Anwendung

Flr ein optimales Lotergebnis im SMT-Prozess ist das erforderliche Pastenvolumen

und damit der Fullgrad der Lotpaste im Pastendruckprozess ausschlaggebend.
Wir empfehlen die Auslegung der Lotpastenmengen wie folgt:

Pastenvolumen bzw. Fillgrad:

Fur Lotstellenflllung und Létstellenform innerhalb der Toleranz nach IPC-A610

Variante offen, geschlossen:
Variante Lotflansch LF:

Polzahl 2 bis 8

Polzahl 9 bis 24
Polzahl 2 bis 24

Bestlickungsloch *1) :

Empfohlener Innendurchmesser | d, = 1,4 mm

d, =1,5°"mm

Pastenvolumen V, [mm?] / Fuligrad fp [%] nach
dem Schablonendruck

minimale Ldtstellenform
optimale Lotstellenform

2,4 mm®/ 70 %
2,9 mm?®/ 90 %

Giiltig mit folgenden Parametern fiir alle Varianten SL-SMT:

Stiftleiste:

Stiftlange

Mindesthdhe Pastenfreiraum
Stiftdurchmesser

Leiterplatte:

Leiterplattenstérke
Bestlckungsloch-Typ
Innendurchmesser Bestlickungsloch
AuBendurchmesser Bestlickungsloch
Positionstoleranz nach IEC 326-3

Schablone:
Schablonenstérke
Schablonenloch-Durchmesser

Lotpaste:
Lotpasten-KorngréBe
Verdampfungsvolumen der Lotpaste

Prozess:
Schablonendruckverfahren
Flllgrad der Paste im Besttickungsloch

Verfahren flr automatische Bestlickung

Temperaturprofil
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=1,508
=min. 0,3
=12

=1,6
metallisiert

= siehe Tabelle )
=23

= sehr fein

=120-180
=219

=20-40=Typ 3
=ca. 50

= Rakeldruck, einfach
= siehe Tabelle

= Pick-and-Place

= nach EN 61760-1

) Komponenten-, Leiterplatten- und Automatentoleranzen missen berUcksichtigt werden:
Empfehlung ab Polzahl 9 bzw. bei Varianten mit Létflansch LF: d, = 1,5 mm

% Schablonenloch-Durchmesser ca. 10 % kleiner als AuBendurchmesser Bestlickungsloch d,

Berechnungshilfen fur S2L-SMT 3.5 und LSF-SMT bzw. abweichende Parameter auf Anfrage und unter:

www.smt-technology.com
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Technischer Anhang



